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摘要：  

1 隨著微型產品發展日益複雜化，除單一零件製造技術持續精進外，異

質材精微零組件的微接合技術愈來愈受到重視，技術含量亦不斷推升。在醫

療器材領域，新型材料的應用、構件的微細化與複雜化，以及接合的高可靠

性已成為微接合技術發展的重要動能。因此，本文擬探討幾種主要微接合技

術的發展概況、其在植入式醫療器材領域之應用，並綜整分析微接合技術所

面臨的挑戰。
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一、微接合技術之分類  

依被結合材料的尺寸來分類，可將結合分為一般結合、微結合、奈結合

等。一般工件尺寸在 l∼ 500μm 範圍的結合技術稱之為微結合。微結合方法

主要包括微電阻焊接、微雷射焊接、微電弧焊接、釺銲、電子束銲接、固態

擴散銲、膠合、超音波焊接等。 

二、微電阻焊接  

微電阻銲接 (Micro-Resistance Welding)的基本原理與常規電阻焊接一

樣，係利用電流通過金屬焊件的接觸面所產生的電阻熱進行連接的方法，如

【圖 1】所示。通常將焊件尺寸 (板厚或線徑 )大於 0.5∼ 1.0mm 的電阻焊叫作

常規電阻焊，將焊件尺寸小於 0.2∼ 0.5mm 的電阻焊叫作微電阻焊。微電阻

焊是一種重要的微接合技術，廣泛應用於微電子、MEMS 及生物醫療器械的

製造中，如電池、PCB 板互連、繼電器、感測器及心臟起搏器等  
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圖1  微電阻焊示意圖  

資料來源：Vogel Business Media/金屬中心 MII-ITIS 整理  
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